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Nitrogén alkalmazasa a forrasztasban

A Manapséag éaltalanosan elfogadott gyakorlat az elektronikai iparban a nitrogén
felhasznalasa az inert atmoszféra biztositasara. Mégis ugy tinik, a felhasznalok
szamara nem teljesen egyértelml, hogy a nitrogén el6segiti a forrasztast, és
tulajdonképpen kifizetéd6é az alkalmazésa, nem csak a hullamforrasztas, hanem a
reflow berendezések esetében is. Ezek a kétségek annak ellenére tartjak magukat,
hogy szamos kutatasi eredmény all rendelkezésiinkre, amelyek a nitrogén
felnasznalas hogyanjait és miértjeit taglalja hullam és reflow forrasztasnal
egyarant.

A nitrogén hatasa a forrasztasra

A nitrogén gyakori gaz az atmoszféraban, az altalunk belélegzett levegd 78
térfogatszazaléka ebbdl all. -195.8C-on forr, igy a folyékony nitrogén kivaléan
alkalmas hitésre és fagyasztasra. Masik figyelemre mélté tulajdonsaga, hogy a
tiszta nitrogén inert, vagyis normal kériilmények kozott igen kevéssé reakcioképes.
Ezt az adottsagat hasznaljuk ki a forrasztas soran, mivel inertségénél fogva
megvédi a fém fellletet az oxidaciotdl, és egyben biztositia a flux megfeleld
hatasat. Kétségtelen érv a nitrogén alkalmazasa mellett, hogy ez a legolcsébb
kémiailag inert gaz. [1]

A kornyezeti levegd nitrogénre cserélésének szamos alapveté hatdsa van a
forrasztasra. Az szétteriilési tulajdonsagokat, a nedvesedést, a peremszdget és a
fellleti fesziltséget vizsgalva megallapithatjuk, hogy a nitrogénnek figyelemre
mélt6 elényei vannak mind a hullam, mind a reflow forrasztasban.

A forraszanyag szétterilési tulajdonsagainak vizsgalata kilonbdzé kortlmények
kozott azt az eredményt adta, hogy az oxigén-szint csokkenésével egyre
alacsonyabb hémérsékleten indul a szétterlilés. A 63Sn/37Pb forraszanyagnal azt
tapasztaltak, hogy ha az oxigén-szint 10ppm alatt van, a szétteriilés mar 205C-on,
mig 100ppm-nél 207<C-on, 1000ppm-nél 270C-on indul el. Ugyanez a tendencia
figyelheté meg a tobbi forraszanyagndl is, ami az oxidok inhibicids tulajdonséagéara
utal. [2]

Kulénbozé fluxok levegdn és nitrogén alatti nedvesedésének dsszehasonlitasa azt
mutatja, hogy a nitrogén atmoszféra javitja a forrasztas minéségét és kilalakjat. A
kisérlet soran azt tapasztaltak, hogy az adipinsav kivételével a fluxok nedvesedése
jobb nitrogén alatt, némely fluxoknal a javulas jelentds. [3]

A peremszogbél kovetkeztetni lehet a nedvesedésre. A kis peremszég j6
nedvesedésre utal, ami j6 minéségl forrasztast jelent. Kilonbdzd fluxok
peremszogeinek vizsgalatanal arra jutottak, hogy nitrogén alatt a szégek joval
kisebbek, mint levegdn.

A folyékony forraszanyag feluleti fesziiltsége donté szerepet jatszik a forrasztas
soran, mivel befolydsolja a kétések ivét. A mérési eredmények azt mutatjak, hogy
a feluleti fesziltség alacsonyabb levegén, mint nitrogén alatt. Egy
kisérletsorozatban a hidak okozta hibakat vizsgaltak, és azt tapasztaltak, hogy
csak igen alacsony oxigén-szint mellett nétt meg annyira a felileti fesziltség, hogy
megszintesse a hidakat. [4]

A nedvesedés és felileti fesziiltség tanulmanyozasa soran kilonbézé réz lapok
forraszthatdésagat vizsgaltak, és azt az eredményt kaptak, hogy azok a lapok,
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amelyek kivaléan forraszthatéak, egyforman jol teljesitenek levegén és nitrogén
alatt is, mig a gyengébben forraszthat6 rézlemezek forrasztasdhoz kevesebb idére
volt szilkség nitrogén alatt, mint levegdn. [5]

A tesztek eredményei mind azt tdmasztjak ala, hogy nitrogén alkalmazaséaval a
.process window” szélesebb, vagyis a folyamat kevéshé érzékenyen reagal a
paraméterek valtoztatasara.

1. 4bra A kotés mir6ségének véaltozasa

a) N2 atmoszféraban
b) 1% O2 szint mellett

c) levedin

Ha a folyamatunk széles hatarok kdzott képes j0 minéségi kotéseket létrehozni,
akkor termékvaltaskor csak minimalis paramétervaltoztatasra lehet sziikség. Ez
alapjan a folyamathatarok szélesitése a technoldgus alapveté eszkdze a nagyobb
hatékonysag eléréséhez.

A nitrogén alkalmazas el 6nyei hullamforrasztasnal

A hullamforrasztas soran nagy mennyiségi salakanyag keletkezik, mikor az olvadt
forraszanyag érintkezik a levegével, és reakcidba |ép annak oxigéntartalmaval. Ha
inert gaz bevezetésével csokkentjik az oxigén-szintet, a salakképz6dés
drasztikusan visszaesik. Ez kllonésen az 6lommentes forraszanyagok
bevezetésénél valik fontossa, hiszen ezek ara joval magasabb.

A masik Iényeges kérdés a flux, aminek kivalasztasa kozvetlen hatdssal van a
kotés mindségére. Az agressziv fluxok j6 kotést biztositanak, viszont a forrasztas
utdn gyanta-maradvanyok maradhatnak az alkatrészen, amelyek eltavolitasa
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tisztitast igényel. Nitrogén alkalmazasaval nem csak a flux mennyisége
csokkenthetd, hanem lehetévé valik kevésbé agressziv fluxok felhasznélasa,
amelyek kevesebb maradvanyt képeznek. Az a tény mar kevésbé ismert, hogy
nitrogén atmoszféraban a maradvanyok kevésbé szinezédnek el, és kdnnyebben
eltavolithatéak, mivel nem oxidalédnak.

A nitrogén alkalmazas el 6nyei reflow forrasztasnal

A reflow forrasztasban a flux aktivitdsa, a gyanta-maradvanyok és a tisztithatésag
jatszik donté szerepet a nitrogén alkalmazasanak eldontésében. Ugyandgy, mint a
hullamforrasztasnal, a nitrogén bevezetésével ennél a technologianal is kevesebb
flux-maradvany figyelheté meg, és kénnyebben eltavolithatd, amennyiben tisztitas
egyaltalan szikséges. A paszta mindségétél fuggdéen a flux-maradvanyok
mennyisége akar 66%-kal cstkkenhet nitrogén alkalmazaséaval. [6] A legtébb
felhasznal6 arrél szamol be, hogy a nitrogén bevezetését kdvetden a tl teszten
sokkal kevesebb panel bukik meg.

A nitrogén alkalmazasanal a minéség javulasa a hibaszint csdkkenésében és a
kotés megbizhatésaganak novekedésében nyilvanul meg leginkdbb. Hosszutavi
kisérleteket folytattak annak kimutatasara, hogy a nitrogén hogyan befolyasolja
ezeket a faktorokat. Két éven keresztiil vizsgaltdk a hibak szamanak alakulasat
reflow forrasztasnal, egy évig a nitrogénre val6 atallas el6tt, majd egy évig utdna. A
hibaszint kevesebb, mint a felére csdkkent a nitrogén bevezetésével. [7]

Osszefoglalas

A nitrogén alkalmazéasa hullam és reflow forrasztasnal segiti a folyamatot és javitja
a termék minbéségét, a kotés megbizhatésdga nd, a hibaszam csokken.
Hullamforrasztasnal a keletkezd salak mennyisége jelentésen visszaesik, amivel
egyidejileg kevesebb karbantartasra lesz sziikség, és csokkenthetd a flux
felhasznalas is. Mindezek tikrében kdnnyen belathatd, hogy a nitrogén bevezetése
nem plusz koltség, hanem egy lehetéség komoly megtakaritasok elérésére.
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